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PIANTA PIANO

INTERRATO

ABACO STRUTTUR
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1) intonaco sp. 1,5 cm

]
=
. ': 2) parete esistente in CLS armato sp. 35 cm |
intonaco sp. 2 cm = 3) intonaco sp. 0,5 cm [
E: 4) pannello isolante in lana di roccia sp. 2 cm | | |NTEF\>NO
. . = 5) lastra in cemento rinforzato tipo aquapanel sp. 12.5 mm : a . ~
pOl’ete eS|Stente In CLS Sp~ 35 cm ;:9 6) Pannello isolante in lana di roccia sp. 120 mm | N ' IR ;' a a . 4-
Eé 7) intercapedine d’aria sp. 3 cm | | 4 < 4 - 3
= pOﬂﬂeHO iSOlC] ﬂte iﬂ |OnC] E: 8) pannello sandwich in lana di roccia sp. 3 cm |
o 3 roccia sp 150 om = 9)PANNELLO COMPOSITO IN_ ALLUMINIO sp. 4 mm | 9o
= O
(=
= go = Z
intonaco da cappotto sp. 1 cm — | | s -
O
Il'g terreno
|
// | 9s
O % O o Muro perimetrale piano seminterrato , s R O e
é x é — N. | cod. Me—=03 (cfr. cella tipo N.Q.—1) | [mm] [mK/W] é | Ho
L E Lo 8 1 | intonaco in malta di cemento 15 0,0107 Ll ¢ | Is
— N — — = no
= L] = _'G_)J 2 | parete esistente in calcestruzzo armato 350 | 0,3012 Z Yl no SOLETTA CONTROTERRA s R
3 |intonaco di cento e sabbia 5 | 0,0056 cod. S—01 KX | [mm] | [mik /W]
4 |lana di roccia 20 0,5405 Pavimento in ceramica 15 0,0150
5 | last : t inf t 12,5 0,0357 soletta in CLS armato 300 0,3012
Muro perimetrale piano seminterrato i ] R Muro perimetrale piano seminterrato ] ] R e ‘cemen O‘ noree - Muro interno piano seminterrato ] S R
N. | cod. Me—01 | [mm] | [k /W] N. | cod. Me—02 7 | [mm] | [k /W] 6 | Pannello isolante in lana di roccia 120 | 3,2432 cod. Mi—01 | [mm] | [k /W] R AT AN A
1 |intonaco in malta di cemento 15 0.011 1 |intonaco in malta di cemento 15 0,0517 / inte‘rcopec{ine é?rio 30 0,1833 intonaco in malta di cemento 10 0,0071 totale (mm) 365 TOTALE [W/mK] 1,90
2 | parete esistente in calcestruzzo armato 350 | 0.301 2 | parete esistente in calcestruzzo armato 350 | 0,3012 8.1 lamiera di acciaio 1 0.000 laterizio forato sp. 8 cm 80 0,40
3 |isolante in lana di roccia densita 120 kg/m3 150 | 4.054 8 |lana di roccia 30 | 0.8108 intonaco in malta di cemento 10 | 0,0071
4 |intonaco da cappotto 10 0.067 9.1 lamiera in alluminio 4 0
9.7 Intercapedine d’aria 20 0.0956
SPESSORE 505 TRASMITTANZA 0.919 SPESSORE 265 TRASMITTANZA 1912 9.3 PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO 4 0 SPESSORE 100 TRASMITTANZA 5108
totale (mm) TOTALE [W/mK] : totale (mm) TOTALE [W/mK] : totale (mm) TOTALE [W/mK] :
SPESSORE 662 TRASMITTANZA 0185
totale (mm) TOTALE [W/mK] :
— 0.84 —
;’0.97ﬁ
2.95
2.80
035 3.15
1.20 e 3.00 1.80
: — 0.97 —
2.00 ’O 2.00
1.80 150 || 0 145 || 120
/.|’ 1.40 /.I’ /.I’ 2.80 /.I’ /.I’ 2.24 /.I’ /.I’ 2.24 /.I’ J; 1.00 ﬁl/ /.I’ 1.98 /.I’
— = * _
F=01 = 1.40%2.00 F—02 = 2.80*1.50 F—03 = 2,24%3,00 F—04 = 2.24%1.45 F—05 = 1,0%2,0 F-06 = 1.98*3.15
—< =T w= 6. m w= 3. m w= 2. m - 9
Aw=2.8 mq Aw=4,20 mgq Aw= 6.72 mq Aw= 3.248 maq Aw= 2.00 mgq Aw= 6,237 mq
P=68m P = 860 m P = 10,48 m P = 7,38 m P = 6,00 m P = 10,26 m

Uw = 1,22 W/mqg K
Ug < 1,0 W/mg K
emissivita<0.05
intercapedini in Ar

veneziane interne

telaio in Al a taglio termico

Uw = 1,236 W/mqg K
Ug < 1,0 W/mqg K
emissivita<0.05

intercapedini in Ar

telaio in Al a taglio termico

Uw = 1,244 W/mq K
Ug < 1,0 W/mqg K
emissivita<0.05
intercapedini in Ar

telaio in Al a taglio termico

Uw = 1,26 W/mqg K
Ug < 1,0 W/mqg K
emissivita<0.05
intercapedini in Ar

telaio in Al a taglio termico

Uw = 1,263 W/mq K
Ug < 1,0 W/mqg K
emissivita<0.05
intercapedini in Ar

telaio in Al a taglio termico

Uw = 1,390 W/mqg K
Ug < 1,0 W/mqg K

emissivita<0.05

intercapedini in Ar

telaio in Al a taglio termico
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